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0.1 Anwendungsbereich Diese Ergéinzung enthdlt Anforderungen, die ergdnzend zu — und in einigen Fallen auch an Stelle von
— den Anforderungen anzuwenden sind, die in J-STD-001H-DE veroffentlicht wurden, um die Zuverléssigkeit von geldteten
elektrischen und elektronischen Baugruppen sicherzustellen, die die Umgebungsbedingungen wie Vibration und thermische
Zyklen von Raumfahrt und militdrischen Anwendungen tiberstechen miissen.

0.1.1 Zweck Falls in der Beschaffungsdokumentation oder der Fertigungsdokumentation gefordert, ergénzt oder ersetzt diese
Ergénzung ausgewiesene Anforderungen aus J-STD-001H-DE.

0.1.2 Rangordnung Der Vertrag hat Vorrang vor dieser Ergéinzung sowie vor zitierten Richtlinien und vom Anwender freigegebenen
Zeichnungen. Im Falle eines Konflikts zwischen dieser Erginzung und den hier zitierten anwendbaren Dokumenten hat diese
Ergénzung Vorrang. Wenn zitierte Kriterien dieser Ergénzung von den in J-STD-001H-DE verdffentlichten Kriterien abweichen,
hat diese Ergidnzung Vorrang. Im Falle eines Konflikts zwischen den Anforderungen dieser Ergdnzung und den anwendbaren
Bestiickungszeichnungen bzw. Dokumentationen haben die anwendbaren, vom Anwender freigegebenen Zeichnungen/
Dokumentationen Vorrang. Siehe Tabelle 1 dieser Ergénzung: 1.7 Rangordnung der Dokumente.

0.1.3 Existierende oder zuvor freigegebene Designs Diese Ergidnzung darf nicht alleiniger Grund fiir das Redesign zuvor
freigegebener Designs sein. Wenn Zeichnungen fiir existierende oder zuvor freigegebene Designs iiberarbeitet werden, sollten sie
iiberpriift und so angepasst werden, dass sie mit den Anforderungen dieser Erginzung kompatibel sind.

0.1.4 Verwendung Diese Ergénzung ist nicht als eigenstidndiges Dokument anzuwenden.

Soweit Kriterien nicht durch eine Anderung oder Erginzung modifiziert sind, miissen die Anforderungen der Klasse 3 in
J-STD-001H-DE angewendet werden. Wo Kriterien aus J-STD-001H-DE geéndert wurden oder in dieser Ergidnzung neue
Kriterien hinzugekommen sind, sind die entsprechenden Abschnitte in J-STD-001HS-DE, Tabelle 1, Anforderungen fiir Raumfahrt
und Militdranwendungen aufgefiihrt. Dann wird der gesamte Abschnitt aus J-STD-001H-DE durch diese Ergdnzung ersetzt,
soweit nicht speziell anders angegeben. Abschnitte, die nur in dieser Ergdnzung vorhanden sind, erhalten in der Tabelle nach der
Abschnittsnummer das Wort ,,[NEUT*.

Abschnitte, Tabellen, Bilder usw. in IPC-A-001H-DE, die nicht in dieser Ergdnzung aufgefiihrt sind, miissen so verwendet werden,
wie sie verdffentlicht wurden.

0.1.5 Rote Pest(Kupferoxid-Korrosion) Rote Pestkannsichinversilberten, weichen oder geglithten Kupferleitern (Bauteilanschliisse,
Massivdraht und Litzendrihte sowie Leiterbahnen auf Leiterplatten) entwickeln, wenn sich zwischen dem Kupfer-Basismetall
und der Silberbeschichtung in Gegenwart von Feuchtigkeit (H20) und Sauerstoff (O2) eine galvanische Zelle bildet. Einmal
angestoBen, kann die Opferkorrosion des Kupferbasisleiters in Gegenwart von Sauerstoff unbegrenzt fortgesetzt werden. Die
Farbe des Korrosions-Nebenprodukts (Kupferoxid-Kristalle) kann je nach dem verfiigbaren Sauerstoffgehalt variieren, wird aber
allgemein als rote/rotbraune Verfarbung auf der Silber-Beschichtungsoberfliche wahrgenommen.

Bei Verwendung einer Silberbeschichtung auf jeder Form von Kupfer, z. B. auf Bauteilanschliissen, Leiterplatten-Leiterbahnen
oder Drahten/Kabeln, muss ein vom Anwender freigegebener Kontrollplan zur Roten Pest (Red Plague Control Plan (RPCP))
eingefiihrt werden. Siehe IPC-WP-113, Guidance for the Development and Implementation of a Red Plague Control Plan (RPCP),
fiir technische Hinweise und eine allgemeine RPCP-Vorlage.

0.1.6 Riickverfolgbarkeit von Materialien und Prozessen Wenn gefordert, muss die Riickverfolgbarkeit von Materialien und
Prozessen, die bei der Herstellung von elektrischen/elektronischen Baugruppen angewendet wird, in Ubereinstimmung mit
IPC-1782, Standard for Manufacturing and Supply Chain Traceability of Electronic Products, erfolgen. Der Grad der
Riickverfolgbarkeit muss durch Vereinbarungen zwischen Hersteller und Anwender festgelegt werden.
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J-STD-001HS-DE Tabelle 1 Anforderungen fiir Raumfahrt- und Militiranwendungen

J-STD-001H-DE-
Verweis

Anforderung fiir Raumfahrt- und militdrische Anwendungen
(entsprechend den Anderungen durch diese Erganzung)

1.1

Anwendungsbereich Diese Richtlinie beschreibt Materialien, Verfahren und Abnahmekriterien flr die Herstellung geldteter
elektrischer und elektronischer Baugruppen. Das Dokument stUtzt sich auf Prozesskontrollmethoden, um ein gleichbleibendes
Quialitatsniveau wahrend der Fertigung der Produkte zu gewahrleisten. Es ist nicht beabsichtigt, mit dieser Richtlinie irgendwelche
Verfahren zur Bauteilbestlickung oder zur Aufbringung von Flussmittel und Lot, die zur Herstellung elektrischer Verbindungen
verwendet werden, auszuschlieBen.

Die Lotprozesse, Ausrlstungen und Bedingungen, die in diesem Dokument beschrieben werden, basieren auf elektrischen/
elektronischen Schaltungen, deren Design und Herstellung geméB den in J-STD-001HS, Tabelle 1-1 aufgefUhrten Spezifikationen
durchgefuhrt wurde.

J-STD-001HS-DE Tabelle 1-1 Design-, Fertigungs- und Abnahme-Spezifikationen

Leiterplattentyp Designspezifikation Fertigungs-/Abnahmespezifikation

Allgemeine Anforderungen IPC-2221 IPC-6011

Starre Leiterplatten IPC-2222 IPC-6012 Ergénzung fir Raumfahrt- und Militdranwendungen
Flexible Leiterplatten IPC-2223 IPC-6013

Starrflexible Leiterplatten IPC-2223 IPC-6013

1.2

Hinweis: Dieser Abschnitt wurde gegentiber J-STD-001H-DE nicht geé&ndert. Er wurde aufgenommen, um Klar zu stellen, dass
der Zweck der Erganzung flr Raumfahrt- und Militdranwendungen den Zweck des Basisdokuments weder ersetzt, noch andert.

Zweck Diese Richtlinie schreibt Materialanforderungen, Prozessanforderungen und Abnahmeanforderungen flr die Herstellung
geldteter elektrischer und elektronischer Baugruppen vor. Um die Empfehlungen und Anforderungen dieses Dokuments besser
zu verstehen, kann es in Verbindung mit IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 und IPC-A-610 verwendet werden. Die Verwendung einer
Ergénzung oder neueren Ausgabe ist nicht automatisch gefordert.

1.5.3.2

Hochfrequenzanwendungen Hochfrequenzanwendungen (d.h. Funk- und Mikrowellen) kénnen ein Baugruppendesign sowie
Bauteilabstédnde und Geréatekonstruktionen erfordern, die von den in dieser Richtlinie angegebenen Anforderungen abweichen.
Wenn Hochfrequenz-Designanforderungen die Einhaltung der hier enthaltenen Design- und Bauteil-Montageanforderungen
verhindern, kénnen die Hersteller alternative Designs verwenden. Die Abnahmekriterien dieser alternativen Designs miissen
vom Anwender vor ihrer Verwendung freigegeben worden sein.

1.5.3.3

Hochspannungsanwendungen Hochspannungsanwendungen kénnen ein Baugruppendesign sowie Bauteilabstdnde und
Geratekonstruktionen erfordern, die von den in dieser Richtlinie angegebenen Anforderungen abweichen. Wenn Hochspannungs-
Designanforderungen die Einhaltung der hier enthaltenen Design- und Bauteil-Montageanforderungen verhindern, kénnen die
Hersteller alternative Designs verwenden. Die Abnahmekriterien dieser alternativen Designs miissen vom Anwender vor ihrer
Verwendung freigegeben worden sein.

1.6.2

Statistische Prozesskontrolle Die Anwendung statistischer Prozesskontrolle wird empfohlen, ist aber nicht zwingend
vorgeschrieben, siehe 1.6 Anforderungen an die Prozesskontrolle. Wenn ein statistisches System zur Prozesskontrolle
angewendet wird, muss es mindestens folgende Elemente beinhalten:

a. Die bevollmachtigten und verantwortlichen Mitarbeiter erhalten, entsprechend dem Grad ihrer Verantwortung, eine
angemessene Schulung zur Entwicklung, Einflhrung und Anwendung der Prozesskontrolle und statistischen Methoden.

b. Quantitative Methoden und Nachweise werden aufrechterhalten bzw. aufbewahrt, um nachzuweisen, dass der Prozess
leistungsfahig und beherrschtist. Verbesserungsstrategien legen anfangliche Methoden zu Prozess- und Eingriffsgrenzen fest,
die zu einer Reduzierung des Auftretens von Prozessindikatoren fUhren und somit eine kontinuierliche Prozessverbesserung
bewirken.

c. Die Stichprobenpriifung darf solange nicht angewendet werden, bis sie vom Anwender vorab freigegeben wurde.

d. Wenn die Stichprobenprifung vom Anwender vorab freigegeben wurde, erfordert jeglicher Fehler, der in der
Stichprobenprifung identifiziert wurde und die im Stichprobenplan zulassigen Grenzwerte Uberschreitet, dass die gesamte
Charge zu 100 % hinsichtlich des Auftretens des/der identifizierten Fehler(s) untersucht wird.

e. Es wird ein System eingesetzt, das beim Auftreten von Prozessindikatoren, auBer Kontrolle geratenen Prozessen und/oder
fehlerhaften Baugruppen KorrekturmaBnahmen veranlasst.

f.  Es existiert ein dokumentierter Auditplan, der die Prozesscharakteristiken und/oder den Prozessaussto3 mit vorgegebener
Haufigkeit Uberwacht.

g. Ein konkreter Nachweis der Prozesskontrolle kann in Form von Regelkarten oder anderen Werkzeugen und Methoden
der statistischen Prozesskontrolle erbracht werden, abgeleitet von der Anwendung von Prozessparametern
und/oder Produktparametern, siehe IPC-HDBK-001.
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